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１．概要（Summary） 

細胞培養への応用を考慮した、マイクロパターンを有

する PDMS 薄膜を作成した。具体的には、京大のナノハ

ブにて、１）レーザー描画装置を用いてシリコン基盤にレ

ジストパターンを作成し、２）PDMSをスピンコートしてパタ

ーンの転写を行った。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

ウエハスピン洗浄装置(A11), 厚膜フォトレジスト用ス

ピンコーティング装置(A7), レジスト塗布装置(A8),

レーザー描画装置(A3),レジスト現像装置(A10),深堀

エッチング装置(B8) 

【実験方法】 

1. 4 inchのシリコン基板をウエハスピン洗浄装置で洗浄 

2. レジストをシリコン基板表面に接着するため厚膜フォト

レジスト用スピンコーティング装置を用いてHMDSを蒸着 

3. レジスト塗布装置を用いてレジストをスピンコート 

4. レーザー描画装置で、レジストにパターンを露光 

5. レジスト現像装置を用いて、露光下レジストを現像 

6. 深堀エッチング装置で、シリコン基板にパターン転写 

7. パターニングしたシリコン基板上に離形剤をスピンコー

タで塗布した後、PDMS溶液をスピンコータで塗布 

8. ホットオーブンで PDMSを熱硬化 

9. シリコン基板から PDMS薄膜を剥離 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

レーザー描画装置と深堀エッチング装置を用い、数μ

m から数十μm の大きさの、トレンチパターンやホール

パターンを、シリコン基板上に作成した(Fig.1)。その際に、

パターン間に比較的大きなラフネスが観測され、PDMS

薄膜にも転写されていた。エッチングを行う際の保護膜

がちゃんと除去されていない可能性がある。 
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Fig. 1 Micropatterns on 4-inch silicon wafer 

fabricated by the use of a laser writing tool.  

Fig. 2 SEM image of the micro-size square 

patterns on the silicon wafer shown in Fig. 1. 


